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IoT時代に新たな社会価値創造を実現する
組込みシステムソリューション
岡ノ谷 国典

1.	はじめに

NECは、常に社会の変化を先取りする取り組みを進めて
きました。コンピュータやネットワーク機器をはじめ、携帯
電話から人工衛星にいたるまで、さまざまな機器や装置を
開発してきました。100年を超える歩みのなかで、画像認識、
通信、セキュリティなどの技術はもちろん、これらを製品に
最適に組み込む技術、更に、ITインフラからアプリケーショ
ンまで統合する大規模システム構築技術を培ってきました。

こうしたさまざまな技術に加え、ビッグデータ、クラウド、
SDN（Software-Defined Networking）、サイバーセキュ
リティなど、最先端のICTアセットを融合し、本格的なIoT

（Internet of Things）時代に向けて、あらゆる領域へと展
開しています。

2.	組込みシステムソリューションメニュー

商品企画の段階からお客様とかかわり、必要とされる技
術開発についてすり合わせて製品開発を支援し、更に量
産まで対応しています。現在、提供している主な組込みソ
リューションメニューは、図1のとおりです。

 

2.1 OEM供給・コンポーネント
OEM供給・コンポーネント提供（図2）により、お客様商

品の早期市場投入・付加価値向上に貢献します。
 

2.2 ODM・EMS・開発受託・ソフトウェア提供
お客様の要望に応じて、開発のみ、製造のみ、開発から

製造・保守までを受託します（図3）。IPやソフトウェアの

ビジネスを取り巻く環境は常に変化し、ますます複雑化しています。環境の変化にいち早く対応できる仕組みが求めら
れるなか、さまざまな課題を解決し、新しい価値を生み出すIoTに期待が集まっています。そのIoTの世界を具現化し
ていくには、実世界とICTをつなぐ組込み技術がますます重要となります。センサーの実装、データ通信、データ処理
などの機能をどのように実現していくのか、利用環境などの制約と折り合いをつけて効果的なIoTを実現する組込みシ
ステムソリューションを紹介します。
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提供も行います（図4）。
 

2.3 コンサルティング・研修サービス
商品開発におけるさまざまな課題に対し、NECの実績や

ノウハウに基づいた解決策を提案します（図5）。また、人
材育成にも貢献します。

 
2.4 開発ツール・開発支援サービス

品質向上・コスト削減に寄与する開発ツール（図 6）、及
び、プロフェッショナルによる開発支援サービスを提供し
ます。

3.	IoT時代におけるFPGA設計の重要性

FPGA（Field Programmable Gate Array）は、第3のコ
ンピューティングデバイスとして注目を集めており、ここでは
その一例を紹介します。IoT時代には、工場の生産装置や
製造ラインを流れる部品、工場内の湿度、温度を測定する
センサーなど、あらゆるモノがインターネットに接続されるよ
うになります。機械同士が直接、人手を介さずに製造ライン
を組み替え、在庫量に応じて製造ラインを組み替えて生産
量を自動で調整するなどのニーズに対し、FPGAは、柔軟か
つリアルタイムに製造ラインを変更することを可能にします。

FPGAは、カスタムLSIであるASIC、標準LSIである

図2　収集したセンサー情報を送信する無線通信モジュール（左）、
エネルギー計測機能と制御機能を一体化したエネルギーマネジメントユニット（右）

図3　組込みソフトウェア開発メニュー
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図5　HCD（UCD）人間中心設計コンサルティング
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ASSP、マイクロプロセッサなど他の論理LSIにはない、電
子回路を自由にプログラミングできるという、固有の特長を
持っています。このため、複雑化、大規模化、高コスト化、
商品寿命の短期化が進む電子機器の開発に適合するもの
の、FPGAを活用するには、一般的にその設計生産性の低
さに課題があります。FPGAの論理設計（プログラミング）
は、Verilog-HDLやVHDLなどの専用のハードウェア記述
言語でハードウェアを意識して設計する必要があるため、
ハードウェア設計者が数週間から数カ月をかけて行う必要
があります。

この課 題を 解 決する一 例として、NECが 開 発した
「CyberWorkBench」があります。CyberWorkBenchは、設
計ツールとしてソフトウェア設計者がアルゴリズムを記述す
るうえで、最も一般的な言語の1つであるC言語でFPGAの
論理設計（プログラミング）が可能であり、自動合成の技術
により短時間でFPGAを設計し、柔軟性を発揮することが
できます。

4.	組込みソフトウェアのモジュール化とすり合わせ技術
 
組込みソフトウェア開発には、基本要件として、リアルタイ

ム性、高信頼性・安定性、メモリ容量やプロセッサ性能のリ
ソース制約、高完成度が求められています。一方で開発環
境は、組込みシステムの高度化、ソフトウェアの複雑化・肥
大化が進むなかで、短納期開発、品質向上、コスト削減（オ
フショア化）など、多様なニーズを速やかに開発に反映する
プロセス開発と、いっそうの品質向上・コスト削減に応えて
いかなければなりません。お客様の製品・サービス自体も
グローバルなコスト競争にさらされることになるため、高付
加価値化を目指しています。

また、組込みソフトウェア開発では、お客様の組込みシ
ステムを制御するソフトウェアの一部（ケースにより全部）
を開発するため、お客様との開発分担の整合（「すり合わ
せ」）が重要なポイントです。更に、効率的なソフトウェア開
発を実現するためには、再活用を目的としたソフトウェアの
モジュール化、それらモジュールを最適に組み合わせること

（「組み合わせ」）も重要なポイントです（図7）。
・すり合わせ：モジュール間インタフェースを規定

できない場合、モジュールを持ち寄り微調整を繰
り返す必要がある

・組み合わせ：高度化・複雑化した製品は、内部構

成がモジュール化され、インタフェースの明確化
により、最適なモジュールの組み合わせで製品開
発を可能とする

IoT時代では、お客様自身がサービス事業の立ち上げに
当たり、リーンスタートアップの考えに基づいて素早く全体を
構成し、検証するニーズがより高まってきます。このニーズに
応えるためには、従来よりも広範にハードウェア及びソフト
ウェアの構成要素を捉え、必要な機能を選択し実装する必
要があるため、組込みソフトにおいてもサイズ、機能、保守
性などが考慮された高度なモジュール化が重要です。

例えば、センサーからのデータの送受信、ネットワークを
介したクラウド側とのデータ送受信の機能に対して、隣接す
る機能ブロックの進化も見据えたインタフェースを定義し、
モジュール化を工夫します。また、データ分析に関しても機
能配置の最適化の考え方により、クラウド側のみならず、組
込みソフト側に一部機能を持たせることでリアルタイム性を
確保するなど、応答速度、ネットワーク環境などを考慮した

「すり合わせ」による機能分担が必要です。NECではC&C
で培ったノウハウをもとに、モジュール化による組み合わせ
技術とすり合わせ技術でお客様のニーズに応えます。

 

5.	最後に

NECは、組込み技術・ソリューションの活用を起点として、
実世界をデジタルデータとして見える化、分析・推論するこ
とで次に起こることを予測、その結果をフィードバック制御・
誘導します。このサイクルを実証トライアルを通じて繰り返
すことで、IoT時代における付加価値を見いだし、お客様や
パートナーとともに新たなビジネスモデルを創出していきます

（図8）。

図7　組込みソフトウェアビジネスの推進
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NECは、安全・安心・効率・公平な社会へと導く組込み
技術・ソリューションを活用することで実世界とICTを結ぶ
役割を果たし、さまざまな社会課題を解決します。

図8　価値創造サイクル
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